Pajeni soucastek SMT technologii

Pajeni soucastek SMT technologii

SMT — (Cesky) Technologie povrchové montaize
SMD — (Cesky) Soucdastky pro povrchovou montaz

SMD soucastky se umistuji pfimo na povrch ploSného spoje a jsou velmi malé.
Osazené desky diky tomu jsou vyrazné¢ mensi nez ty, které by byli osazeny standardnimi
soucastkami. Pfi osazeni z obou stran desky se muze uSetfit dalSich az 50% plochy desky.
Montézi na povrch desky odpada potieba vrtanych otvorti pro vyvody. SMD technologie ma i
své nevyhody. Pfedevsim to, Ze pod SMD odporem napt. 0804 protdhneme jeden, nanejvys
dva spoje.

Pasivni soucastky maji tvar hranolt s délkou nepfesahujici vétSinou 2 mm a Sitku 1
mm, a jsou zcela bez ptivodnich vodici. Soucastky SMD se oznacuji Cislem. Prvni ¢iselna
dvojice znaci délku a druhd Sitku soucéastky. Rozméry jsou ale v palcich!

Typ Rozmér v palcich v milimetrech
soutastky | typ délka | $itka | délkaL | SitkaB | vyskaH | vyvod A
1206 0,12 | 0,06 3,2 1,6 0,6 0,5
R 0805 0,08 | 0,05 2 1,25 0,4 0,4
0603 0,06 | 0,03 1,6 0,8 0,4 0,2
2220 0,22 | 0,20 5,7 5) 0,51-1,9 0,3-1
C 1808 0,18 | 0,08 4,5 2 0,51-1,9 0,3-1
0603 0,06 | 0,03 1,6 0,8 0,51-0,9 | 0,25-0,75

(Pozn.: Vyska H (vyvod A) u kondenzatord je zavisla na jeho kapacitd. Cim vétsi kapacita, tim vét§i vyska kondenzatoru.)
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Na soucastky SMD se nevejde celd hodnota a proto se tento tdaj koduje do tiech
Cislic. Prvni a druha cislice znaci hodnotu a tieti Cislice predstavuje nasobitele. Napt. 183
znamena 18%10%= 18 kQ; 104 znamena 10*10* = 100 nF. Dulezitym udajem je také ztratovy
vykon soucastek, ktery se pohybuje zhruba od 100 do 250 mW. Pii zahfivani soucéastky se
musime na vyvody, potazmo na cesti¢ky divat jako na chladi¢. Pti pfetiZeni soucastek se musi
brat v potaz i to, ze plosny spoj je vzhledem k uz§imu kontaktu mnohem vice ohtivan, nez u
soucastek s dratovymi vyvody. Tim hrozi poskozeni desky s ploSnymi spoji.

Jelikoz vSechny soucastky nelze vyrobit SMD technologii, nebo jsou pfili§ drahé,
pouziva se smiSena montaz soucastek na desky ploSnych spoj.
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Vyvody SMD soucastek se déli do dvou
zakladnich skupin. Pajeci vyvody typu L a
paticové vyvody typu J. Typ L je typicky pro
vétSinu vyvodovych soucéastek — dobie se péji.
Konstrukce typu J je predevSim urCena
k zasunuti do patice. Vyvody jsou velmi odolné Vyvod ,L“ Vyvod ,J"
proti poskozeni, ale obtizné se paji.
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Soucastky SMD se i jako jejich ,klasické piibuzné® skladaji z obdobnych materiald.

Rezistor: 1 keramicka desticka
2 kontaktni vyvody v
3 odporova vrstva
4 ochranna vrstva 2
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Tranzistor: 1 samotny ptechod tranzistoru — ¢ip Kolektor
2 vyvody (kolektor, emitor, baze)

3 plastové pouzdro 2
Emitor

Baze

P4jeni v montdzni technice SMT slouzi k elektrickému propojeni, ale také
k mechanickému upevnéni soucastek a k chlazeni. P4jené misto nejprve piedehiivame, poté
pajime (vlastni pajeni) a pak dochazi k ochlazovani, kdy tuhne pajka. Doporucené teploty pfi
pajeni pro rizné soucastky jsou udavany v katalozich.

»Pajeni je postup spojeni kovovych dilii pomoci roztaveného pridavného kovu, jehoz
tavna teplota je mensi nez tavna teplota zakladnich spojovanych materiala.“

Pti klasickém pdajeni se soucastky SMD musi nejprve piilepit k desce a poté zapajet. U
pajeni pretavenim (pastou) odpada lepeni, ale i samotné pajeni je jednodusi. Nedochazi
k tepelnému namahani nozicek, protoze je teplota rozloZzena rovnomeérné na celé desce. Pajeni
tudiz trva i krat§i dobu. Na spojovand mista se piedem nanese pdjeci pasta do které jsou
soucastky osazeny. Ta je svymi kapilarnimi silami ptidrzi natolik, Ze to postaci pro dalsi
kroky. Poté, co se cela deska zahieje, pajeci pasta se rozteCe a piipaji vyvody soucastek
k desce. Deska ze zahifiva hned nékolika zplsoby. A to pajenim infraohfevem, proudem
horkého plynu (vzduchu) nebo laserem.

My budeme pouzivat pajeni klasické, nebo pajeni horkym vzduchem. Nevyhoda u
pajeni horkym vzduchem je, Ze mize dojit k ,,odfouknuti* pomérné lehkych SMD soucastek.

Pro pajeni jednotlivych soucastek se vyuziva nastavcu pro rizné velikosti soucastek.
PouZivaji se pievazné U integrovanych obvodil — pro usmérnéni proudu horkého vzduchu na
zadana mista.
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Postup klasického pdjeni na pajeci stanici 988:
1.

Postup pdjeni horkym vzduchem:

ok wdpE

8.

9.

2.
3. Nastavit ovladaci knofliky do polohy ,,min*
4.

5. Nastavit fidici knofliky na pozadovanou teplotu, pro b&Zné operace to je 270°C-320°C

Pti vypnutém vypinaci zastr€it zastr¢ku do zasuvky
Ptipojit pajku (a odsédvacku s vakuovou trubi¢kou)

Zapnout vypina¢ napajeni do pozice ,,on* (sviti ob&é kontrolky)

(pro odsavani 340°C-380°C), asi po tfech minutach je pajka piipravena — indikovano
zhasnutim kontrolky

NEDOTYKAT SE HORKYCH CAST{ ZAPNUTYCH JEDNOTEK

Po pajeni provedeme tidrzbu dle navodu

Pfi vypnutém vypinaci zastr¢it zastrcku do zasuvky
Ptipojit pajeci hrot

PtiSroubovat ptislusny nastavec

Nastavit ovladaci knofliky do polohy ,,min*
Zapnout vypina¢ napdjeni do pozice ,,on*

Nastavit pozadovanou teplotu a rychlost proudéni
vzduchu, asi do minuty je pajka pfipravena —
indikovéno blikanim kontrolky

NEDOTYKAT SE HORKYCH CASTI A NEUMISTOVAT HROT (NASTAVEC) V
BLIZKOSTI HORLIVYCH MATERIALU

Po vypnuti pajky dojde k vyfoukédni horkého vzduchu — nevytahovat ze zasuvky!
Nechat pajku vychladnut a odSroubovat néastavec

10. Poté provedeme UdrZbu dle navodu
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